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紀 紀 己 ララ ララ 


実装 技術 が 注目 を 集め て いま す . 競合 に 差 を 付け る 手段 の 一 つ と し て , 
機器 の 小型 化 が 求め られ , 小型 化 に は プリ ント 量 板 の 小型 化 ・ 高 密度 化 
が 求め られ ます . プリ ント 基板 を 高密 度 化す る た め に は , 外形 が 小さ い 
部 品 や 特殊 な 構造 を 持つ 部 品 を 正確 に 搭載 する 技術 や , 搭載 し や すい 配 


線 パ ター ン の 設計 テク ニッ ク が 必須 で す . 本 特集 で は , 高密 度 実装 の 現 
状 と 起こ りう る 問題 点 , その 対処 法 な ど に つい て 解説 し た 後 , 高密 度 実 
装 の た め に 生ま れ た 新しい 部 品 や 技術 を 搭載 する た め の プ リン ト 配 線 板 


ビギナー ズ ボー ド の 記事 の 配線 パタ ー ン に つい て 解説 し ます . 


世界 最小 ! 0.85 イ ンチ ・ ハ ー ド ・ デ ィ ス ク に 見 る 高密 度 実装 技術 
ー 進化 を 続け る 実装 技術 が 小型 化 ・ 軽 量化 の キー・ テ クノ ロジ と な る 


プリ ント 量 板 の 製造 工程 


プリ ント 量 板 , 小型 化 ・ 高 密度 化 へ の テク ニッ ク 7 連発 
ー IC パ ッ ケ ー ジ , チッ プ 部 品 , LSI 搭 載 技術 の 進化 を 自社 製品 の 進化 に 生か す ! 


製造 容易 性 や 機械 的 信頼 性 が 高い プリ ント 是 板 の 設計 テク ニッ ク 11 連 発 
ー は ん だ の 接合 性 向上 か ら 機械 的 スト レス に 耐え る 基板 を 作る 方 法 まで 


実装 ライ ン と 相性 の 良い プリ ント 量 板 を 設計 する テク ニッ ク 12 連 発 
ー 製造 効率 , 信頼 性 。 コ スト を 考慮 し た 設計 で 競合 に 勝つ ! 


FPGA 周り の 配線 テク ニッ ク 9 連発 
一 高速 シリ アル 信号 , 高速 メモ リ , 多 系 統 電源 , 大 板 小型 化 に 対応 する た め の ノ ウ ハ ウ 集 


